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Abstract (en)
[origin: CN107433731A] The invention relates to a gluing device for the linear application of adhesive to grooved cardboard blanks, with an
application nozzle which can be moved in a straight line over the cardboard resting in the processing position, wherein the distance between the
application nozzle and the cardboard blank is determined by a support roller attached to the nozzle receptacle.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Beleimvorrichtung für den linienförmigen Auftrag von Klebstoff auf genutete Pappenzuschnitte, mit einer über die in der
Bearbeitungsposition ruhende Pappe geradlinig bewegbaren Auftragsdüse, wobei der Abstand der Auftragsdüse zu dem Pappenzuschnitt durch
eine an der Düsenaufnahme befestigte Stützrolle festgelegt ist.
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